
Willkommen bei O-Leading
O-Leading hat sich zum Ziel gesetzt, Partner der One-Stop-Lösung in der EMS-Lieferkette zu sein,
einschließlich PCB-Design, PCB-Herstellung und PCB-Bestückung (PCBA). Wir liefern einige der
fortschrittlichsten PCB-Technologien, einschließlich HDI-PCBs, Multilayer-PCBs und starr-flexibler PCBs. Wir
sind in der Lage, vom Rapid-Rotation-Prototyp bis zur Mittel- und Massenproduktion zu unterstützen. OEM
Pcb Prototyp Hersteller China

Generell sind unsere globalen Kunden von unseren Dienstleistungen sehr beeindruckt: schnelle Reaktion,
konkurrenzfähiger Preis und Qualitätsverpflichtung. Die Bereitstellung eines wertvolleren technischen
Service und einer globalen Lösung ist die Art und Weise, wie O-Leader vorankommen. 

Mit Blick auf die Zukunft wird sich O-Leading wie immer auf Innovation und die Entwicklung elektronischer
Produktionstechnologien konzentrieren und sich ständig um einen PCB- und PCBA-Service aus einer Hand
bemühen, um erstklassige Dienstleistungen zu erbringen und mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen.

Produktbeschreibung
Schnelle Info

Herkunftsort Guangdong, China (Festland) Markierung O-Führer

Grundmaterial FR-4, Aluminium Kupfer dicke 0,5 Unzen-5 Unzen

Min. Lochgröße 0,2 mm Min.
Linienbreite

0,2 mm

Oberflächengüte Gold tauchen, OSP, bleifreies
HASL

Min.
Zeilenabstand

0,2 mm

anwendbar auf LED, Handy, Klimaanlagen,
Waschmaschinen

Zeichen  Industriesteuerungsplatine

bescheinigt ISO9001, UL, RoHS, SGS Q / CTN 10er-100PCS

Gewicht 0,01 kg -5 kg MOQ 10 Stück

Modellnummer pcba hersteller pcb montage
energienbank Dicke der Karte 0.1-5mm 

Farbe blau, rot, grün, schwarz. gelb Preis $ 0.1- $ 10 
tippe desigh Anforderung des Kunden Größe 0.01m3-10m3 

Herkunftsland:China Starrflexible Leiterplatte Hersteller

Produktionskapazität

16 Jahre professionelle Produktion von OEM-Leiterplatten

 

Artikel 2014 2015 ~ 2016 2017 ~ 2018
Volumen Champion Volumen Champion Volumen Champion

Ebenen zählen 32 42 38 44 42 48
Zeilen / min Abstand (μm) 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35
Loch min
Durchmesser (mm) 00.15 00.10 00.15 00.10 00.15 00.10

https://www.o-leading.com/de/about-us.html
https://www.o-leading.com/de/about-us.html
http://www.o-leading.com/news/china-Rigid-flexible-pcb-manufacturer-Custom-Circuit-Boards-china.html


Proportions 
von PTH 14: 1 16: 1 16: 1 18: 1 18: 1 20: 1

N + C + N 4 + C + 4 5 + C + 5 5 + C + 5 6 + C + 6 5 + C + 5 6 + C + 6
Beliebige Schichtverbindung 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6
Plattenfüllung durch JA - JA - JA -

Min. Kerndicke (ohne Kupfer) (μm) 50 40 40 30 40 30

Min. Durchmesser des Laserbohrers (μm) 75 65 65 50 50 40
Straße begraben 
Loch / weg gestapelt JA - JA - JA -

Material FR4, Megtron, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.
Eingebaute Kondensatorplatine
 JA - JA - JA -

Oberflächenprozess
Bleifreies HASL, ENIG, OSP, Immersionssilber, Immersionszinn,
 Blitzvergoldung, Vergoldung, selektive Hartvergoldung, 
Schweißbare Maske, Carbon-Tinte

  



Unser Team





Zertifizierungen







Verpackung und Lieferung



 Prozessfähigkeit
PCB-Produktionsmerkmale
Schichtenzahl: 1 schicht-32 schichten
Fertige Kupferdicke: 1 / 3oz-12oz
Min. Linienbreite / Innenabstand: 3,0 mil / 3,0 mil
Minimale Linienbreite / äußerer Abstand: 4.0mil / 4.0mil
Maximales Seitenverhältnis: 10: 1
Brettstärke: 0.2mm-5.0mm
Maximale Panelgröße (Zoll): 635 * 1500 mm
Minimale Lochgröße: 4mil
PIated Lochtoleranz: +/- 3mil
BInd / Buried Vias (AII-Typen): JA
Via Fill (leitend, nicht leitend): JA
Grundmaterial: FR-4, FR-4hg Tg. Halogenfreies Material, Rogers, Aluminiumbasis,Polyimid,
              Schweres Kupfer
Oberflächen: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Silber mmmm,Eintauchdose, goldene Finger, Kohlenstofftinte

SMT-Produktionskapazität



Leiterplattenmaterial: FR-4, CEM-1, CEM-3, Leiterplatte auf Aluminiumbasis
Maximale Leiterplattengröße: 510x460mm
Min. Leiterplattengröße: x 50x50mm
PCB Dicke: 0,5 mm-4,5 mm
Brettstärke: 0.5-4mm
Min. Bauteilabmessungen: 0201
Komponente mit Standardchipgröße: 0603 und höher
Maximale Bauteilhöhe: 15 mm
Mindeststeigung der Mine: 0,3 mm
Kugelpitch BGA min: 0,4 mm
Positioniergenauigkeit: +/- 0,03 mm


